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(57)【要約】
　一つ以上の技術および／またはシステムがバイオメト
リック撮像装置用に開示されている。その撮像装置は、
タッチ対応コンピュータデバイスに組み込まれ、デバイ
スと相互作用するために使用される。デバイスのタッチ
対応表面に触れると、タッチオブジェクトの少なくとも
一部の画像がキャプチャされ、ユーザの識別に関連して
および／またはデバイスへの入力のために使用される。
ここに記載されたシステムまたは技術は、そのようなデ
バイスの表面の一部に組み込まれ、タッチ時に光子を放
出する発光層と、タッチオブジェクトの少なくとも一部
の画像を示すデータを生成することができる画像キャプ
チャコンポーネントと、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ対応デバイスのタッチスクリーン層の少なくとも一部上に配置され、バイオメト
リックオブジェクトの接触時に、前記タッチスクリーン層に向けて光子を放出するように
構成された発光層と、
　前記タッチスクリーン層の前記一部で、発光層の下に配置され、前記放出された光子の
少なくとも一部を、前記バイオメトリックオブジェクトの少なくとも一部の表現を含む画
像を示すデータに変換するように構成された画像キャプチャコンポーネントと、
　を含むことを特徴とするバイオメトリックセンサシステム。
【請求項２】
　前記発光層は、前記バイオメトリックオブジェクトから受け取った電荷に応答して前記
光子を放出するように構成されたエレクトロルミネセンス層を含む請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記発光層は、前記エレクトロルミネセンス層上に配置された誘電体層を含む請求項２
に記載のシステム。
【請求項４】
　前記発光層は、前記エレクトロルミネセンス層上に配置された遮蔽層を含み、
　前記遮蔽層は、前記エレクトロルミネセンス層の上部表面から光子の放出を軽減するよ
うに構成されている請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記発光層上に配置された保護層を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記タッチスクリーン層は、基板層上に配置された透明電極層を含む請求項１に記載の
システム。
【請求項７】
　前記画像キャプチャコンポーネントは、前記発光層と前記タッチスクリーン層との間に
配置され、薄膜画像センサを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記画像キャプチャコンポーネントは、
　前記画像を示す前記データから前記バイオメトリックオブジェクトを表す画像を生成す
るよう構成された画像プロセッサ、および、
　前記デバイス上の機能を開始するために、前記画像を示す前記データを使用するように
構成されたデータプロセッサ、
　の一方または両方と通信接続されている請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記通信接続は、無線データ伝送接続および有線データバス接続の一方を含む請求項８
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記画像キャプチャコンポーネントは、前記タッチスクリーンの下に配置され、
　前記タッチスクリーン層は、前記発光層と前記画像キャプチャコンポーネントとの間に
配置されている請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記画像キャプチャコンポーネントは、前記バイオメトリックオブジェクトの前記少な
くとも一部の前記表現を含む前記画像をキャプチャするように構成された画像センサに、
前記光子の少なくとも一部を向けるように構成された光学部品を含む請求項１０に記載の
システム。
【請求項１２】
　バイオメトリックセンサシステムを製造する方法であって、
　タッチ対応デバイスに取り付けられるように構成されたタッチスクリーン層の少なくと
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も一部上に発光層を形成する工程を含み、
　前記発光層は、バイオメトリックオブジェクトの接触時に、前記タッチスクリーン層に
向けて光を放出するように構成され、
　前記放出された光の少なくとも一部は、前記タッチスクリーン層の前記一部に配置され
た画像センサによって受信され、
　前記画像センサは、前記放出された光の前記少なくとも一部を、前記バイオメトリック
オブジェクトの少なくとも一部の表現を含む画像を示すデータに変換するように構成され
ていることを特徴とするバイオメトリックセンサシステムを製造する方法。
【請求項１３】
　前記タッチスクリーン層の前記一部上に前記発光層を形成する工程は、
　前記発光層の底面の下に薄膜画像センサを動作可能に接続する工程と、
　前記タッチスクリーン層の前記一部の上に、前記薄膜画像センサおよび前記発光層を組
み合わせて形成する工程と、を含み、
　前記薄膜画像センサは、前記放出された光の前記少なくとも一部を、前記バイオメトリ
ックオブジェクトの前記少なくとも一部の前記表現を含む前記画像を示す前記データに変
換するように構成された前記画像センサを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タッチスクリーン層の前記一部の下の前記タッチ対応デバイスに前記画像センサを
取り付ける工程を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記画像センサに光学部品を取り付ける工程を含み、
　前記光学部品は、前記画像センサによって、使用のための所望の構成に、前記放出され
た光を集束するように構成されている請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記発光層を形成する工程は、前記バイオメトリックオブジェクトから受信した電荷に
応答して前記光子を放出するように構成されたエレクトロルミネセンス層を形成する工程
を含み、
　前記発光層は、
　前記エレクトロルミネセンス層上に配置された誘電体層と、
　前記エレクトロルミネセンス層上に配置され、前記発光層の上部表面から光子の放出を
軽減するように構成された遮蔽層と、
　前記発光層の上に配置された保護層と、
の１または複数を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　タッチスクリーン層の少なくとも一部上に配置された発光層上のバイオメトリックオブ
ジェクトの接触時に、タッチ対応デバイス上に配置された前記発光層から前記タッチスク
リーン層に向けて光を放出する工程と、
　前記タッチスクリーン層の前記一部に配置された画像センサを用いて、前記放出された
光の少なくとも一部を、前記バイオメトリックオブジェクトの少なくとも一部の表現を含
む画像を示すデータに変換する工程と、
　を含むことを特徴とするバイオメトリックセンサを使用する方法。
【請求項１８】
　画像プロセッサを使用して、前記バイオメトリックオブジェクトの前記画像を発生させ
る工程を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記画像を表す前記データを受信するプロセッサに応答して、前記デバイスの機能を開
始する工程を含む請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記発光層から前記タッチスクリーン層に向けて光を放出する工程は、前記デバイスの
前記表面に接触する前記バイオメトリックオブジェクトから受け取った電荷に応答して前
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記光子を放出する工程を含む請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１４年４月１０日に出願されたアメリカ仮特許出願第６１／９７７，９５
８号「タッチ対応デバイス用バイオメトリックセンサ」の優先権を要求する。その出願の
全ての内容はここに挿入される。
【背景技術】
【０００２】
　バイオメトリックスキャンデバイス（例えば、身体の一部のレリーフ模様画像キャプチ
ャデバイス）は、一般的なセキュリティ関連の実行に利用され、情報、システムなどを保
護したい製品製造業者や消費者に容易に利用できるようになっている。典型的には、バイ
オメトリックスキャンデバイスは、いくつかのタイプの画像キャプチャデバイスを使用し
て生体模様の画像を取り込む。そこで、単に、問題になっている生体オブジェクトの一部
が、出来上がった画像で表される。一例として、出来上がった補足模様画像（captured p
rint image）は、例えば、安全なシステムにアクセスするため、および／またはバイオメ
トリックオブジェクトに関連した人物を同定するために、セキュリティおよび／または本
人確認の目的に使用される。
【０００３】
　タッチ対応デバイス（touch enabled devices）は、入力方法として、ポータブルスマ
ートデバイス、タブレットデバイス、コンピュータモニタ、ポータブルコンピュータデバ
イスのディスプレイ、スマートモニタ、テレビ、およびタッチ利用が可能な他のディスプ
レイを含む。一例として、スマートフォン（例えば、他のタッチ対応ディスプレイ）は、
入力および一般的なデバイス操作機能のためのタッチ対応スクリーンを含む。このスクリ
ーンは、デバイスに表示された画面オブジェクトと相互作用するために使用される。別の
例として、スマートフォン（例えば、または他のタッチ対応デバイス）はまた、１以上の
機械式アクチュエータ（例えば、ボタン）を含む。そのアクチュエータは、例えば、ディ
スプレイがアクティブでないとき、デバイス機能を有効にするために作動する。
【発明の概要】
【０００４】
　この概要は、簡略化した形式で、概念の選択を紹介するために提供される。その概念は
、以下の詳細な説明でさらに説明される。この概要は、特許請求の範囲の発明の本質的な
特徴または主な要因を特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲の発明の範
囲を限定するために使用されることを意図するものでもない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下に示されるように、システムまたは１つ以上の技術が考案される。その技術は、タ
ッチ対応のコンピュータデバイスに統合されるバイオメトリック撮像装置（biometric im
ager）を提供する。タッチは、デバイスと相互作用するように使用される。例えば、デバ
イスのタッチ対応表面をタッチすると、タッチオブジェクト（例えば、バイオメトリック
オブジェクト）の少なくとも一部の画像がキャプチャされる。一態様では、ここに記載さ
れたシステムまたは技術は、そのようなデバイスの表面の一部（例えば、ホームボタン領
域）に組み込まれ、セキュリティおよび／または同定目的のために使用され、および／ま
たはデバイスに対する入力のため、またはデバイスとの相互作用のために使用される。
【０００６】
　一実施形態では、バイオメトリック（生体認証）センサシステム（biometric sensor s
ystem）は、発光層（luminescent layer）を含む。その発光層は、タッチ対応デバイスの
タッチスクリーン層の一部上に配置されている。この実施形態では、発光層は、バイオメ
トリックオブジェクト（生体対象）（biometric object）からの接触時、タッチスクリー
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ン層に向けて光子を放出するように構成されている。また、バイオメトリックセンサシス
テムは、画像キャプチャコンポーネントを含む。それは、タッチスクリーン層の一部で、
発光層の真下に配置されている。この実施形態において、画像キャプチャコンポーネント
は、放出された光子の少なくとも一部をデータに変換するように構成されている。そのデ
ータは、バイオメトリックオブジェクトの少なくとも一部の表現（representation）を含
む画像を示す。
【０００７】
　上記および関連する目的を達成するために、下記の説明および添付の図面は、特定の例
示的な態様および実施形態を記載する。これらは、１つ以上の態様を用いる様々な方法の
うちの数例を示す。本開示の他の態様、利点および新規な特徴は、添付図面と共に以下の
詳細な記載を考慮すれば、明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　ここで記載されることは、ある部品と部品の配置における物理的形態をとり、本明細書
の一部を形成する添付の図面に示され、本明細書で詳細に説明される。
【０００９】
【図１】図１は、例示的な入力デバイスを示す構成図である。
【００１０】
【図２Ａ】図２Ａは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【００１１】
【図３Ａ】図３Ａは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【００１２】
【図４】図４は、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施形態
を示す構成図である。
【００１３】
【図５】図５は、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施形態
を示す構成図である。
【００１４】
【図６】図６は、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施形態
を示す構成図である。
【００１５】
【図７Ａ】図７Ａは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【００１６】
【図８Ａ】図８Ａは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
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【００１７】
【図９Ａ】図９Ａは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、本明細書に記載の１以上のシステムの１以上の部分の例示的な実施
形態を示す構成図である。
【００１８】
【図１０】図１０は、バイオメトリックセンサシステムを製造するための例示的な方法を
示すフロー図である。
【００１９】
【図１１】図１１は、バイオメトリックセンサを使用する例示的な方法を示すフロー図で
ある。
【００２０】
【図１２】図１２は、本明細書に記載された１以上の条件が実行される例示的なコンピュ
ータ環境を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、特許請求の範囲に記載される内容について、図面を参照して説明する。図面全体
にわたり、同じ参照符号が、類似の要素を参照するために用いられる。以下の記載におい
て、説明の目的のため、特許請求の範囲の深い理解のために、多数の特定の詳細について
説明する。しかし、特許請求の範囲に記載の内容は、これらの特定の詳細無しに実行する
ことが可能であることは明らかである。他の場合において、特許請求の範囲の内容の説明
を容易にするために、構造およびデバイスをブロック図によって示す。
【００２２】
　以下に示すように、システムまたは１つ以上の技術が考案される。その技術は、タッチ
対応のコンピュータデバイスおよび／または情報家電に組み込まれたバイオメトリック撮
像装置（biometric imager）を提供する。そのデバイスおよび／または家電として、例え
ば、コンピュータ、ラップトップコンピュータ、スマートデバイス、携帯電話、タブレッ
トデバイス、またはタッチセンサ式表面と相互作用するおよび／または当該表面をタッチ
することによって、入力を受信することができるいくつかの他の機器が挙げられる。一例
として、発光層から放出された光子は、関連する画像センサによって検出され、対応する
電気信号に変換される。この例では、電気信号は、適用されたバイオメトリックオブジェ
クト（例えば、指によって）からタッチセンサ式表面の表面に、１つ以上のバイオメトリ
ックマーカーを示す。また、信号は、バイオメトリックオブジェクトの１つ以上のバイオ
メトリックマーカーを表す画像を製造するよう処理される。一態様では、ここに記載され
たシステムまたは技術は、タッチ対応デバイスの表面に組み込まれ、デバイスのユーザを
所望のデータと関連付けるために使用される（例えば、セキュリティ目的、記録または他
の識別目的のため）。別の態様では、イメージセンサコンポーネントによって製造される
信号／データは、デバイスへの入力を提供するため、および／またはデバイスと相互作用
するために使用される。
【００２３】
　図１は、例示的なバイオメトリック撮像装置１００を示す構成図である。例示的なバイ
オメトリック撮像装置１００は、発光層１０２を含む。その発光層１０２は、バイオメト
リックオブジェクト１５０からの接触を受けた発光層１０２の一部から第一の方向に１以
上の光子１５２を放出するように構成されている。一例として、ユーザは、指１５０で発
光層１０２の表面をタッチする。この例において、発光層１０２は、タッチの位置で、単
に光子を放出する。
【００２４】
　一実施形態では、発光層１０２は、電荷を光子１５２に変換することができるエレクト
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ロルミネセンス材料を含む。この実施形態において、例えば、人間の自然な電位差（例え
ば、膜電位によって提供される）は、１０～２００ボルトの電荷を発光層１０２に提供す
る。さらに、この実施形態では、発光層１０２に提供される電荷は、例えば、発光層１０
２に配置されたエレクトロルミネッセンス材料によって光子１５２に変換される。
【００２５】
　別の実施形態では、発光層１０２は、発光層１０２に付与された圧力を光子１５２に変
換することができるピエゾルミネッセンス材料を含む。この実施形態において、例えば、
力（例えば、ユーザの指によって提供される）がピエゾルミネッセンス材料に圧力を付与
すると、電子、正孔およびイオンセンターを含む再結合過程（recombination process）
は、発光を提供することができる。また、この実施形態において、例えば、発光層１０２
に付与される圧力は、発光層１０２に配置されたピエゾルミネッセンス材料によって提供
される結果の発光から光子１５２に変換される。
【００２６】
　例示的な例としては、図２Ａは、ここに記載される１つ以上のシステムの１つ以上の部
分の例示的な実施形態を示す構成図である。一実施形態では、発光層１０２は、エレクト
ロルミネセンス材料２５８（例えば、蛍光体系材料のような蛍光粒子が挙げられる。その
蛍光体系材料は、ドーパントまたは活性化剤として遷移金属を有する蛍光体系無機結晶材
料、硫化亜鉛系材料、硫化カドミウム系材料、ガリウム系材料などを含む。）と、バイン
ダー材料とを含む。一実施形態では、バイオメトリックオブジェクト２５０（例えば、指
または他の身体部分）が発光層１０２に接触し、電荷２５４を提供すると、エレクトロル
ミネセンス材料２５８は、（電荷２５４をうけると）単にタッチの位置で、「活性化」粒
子２５６に変換される。さらに、この実施形態では、「活性化」粒子２５６は、例えば、
光子２５２を放出する。それによって、電荷２５４をかけたとき、光を生成する。
【００２７】
　一例として、人間の自然な電位差（例えば、膜電位によって提供される）は、発光層１
０２の接触面（例えば、トップ層）に１０～２００ボルトの電荷２５４を提供することが
できる。さらに、この実施形態では、バイオメトリックオブジェクト２５０が発光層１０
２の接触面に接触すると、電荷２５４が発光層１０２に提供される。電荷２５４は、発光
粒子２５８を活性化することによって、光子２５２に変換される。それによって、例えば
、イメージセンシングコンポーネント（例えば、１０４）に向けて、「活性化」発光粒子
２５６になり、光子２５２を生成する。
【００２８】
　別の実施形態において、図２Ａに示すように、発光層１０２は、ピエゾルミネッセンス
材料２５８（例えば、圧電性結晶（例えば、塩化ナトリウム、臭化カリウム、塩化カリウ
ム、フッ化リチウム等）またはある種の鉄系ポリマー）を含む。一実施態様では、バイオ
メトリックオブジェクト２５０が発光層１０２に接触し、押圧力を付与すると、ピエゾル
ミネッセンス材料２５８は、（押圧力２５４をうけると）単に接触と圧力の位置で、「活
性化」材料２５６に変換される。さらに、この実施形態では、「活性化」材料２５６は、
例えば、光子２５２を放出する。それによって、押圧力２５４をかけたとき、光を生成す
る。
【００２９】
　例として、エレクトロルミネセンス粒子に電荷をかけると、電子と正孔の放射再結合の
ために、光子の自発的な放出が発生する。このプロセスは、励起状態（例えば、電荷をう
けた）における蛍光分子のような光源がより低いエネルギー状態に遷移すると、光子を放
出するという結果をもたらす。また、別の例として、ピエゾルミネッセンス材料が圧力を
うけると、電子と正孔の再結合過程のために、光子の自発的な放出がまた生じる。この例
では、これらの材料が励起状態（例えば、圧力をうける）にあると、それらの材料は、よ
り低いエネルギー状態に遷移し、光子を放出する。
【００３０】
　図１を参照すると、例示的なバイオメトリック撮像装置１００は、画像キャプチャコン
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ポーネント１０４を含む。画像キャプチャコンポーネント１０４は、発光層１０２と動作
可能に連動する。その結果、画像キャプチャコンポーネント１０４は、放出された光子１
５２の方向の経路に配置される。また、画像キャプチャコンポーネント１０４は、受信し
た光子１５２を電気信号に変換するように構成されている。すなわち、例えば、画像キャ
プチャコンポーネント１０４は、感光性材料を含んでいる。その材料は、１つ以上の光子
１５２が材料に衝突すると、産生される電気信号をもたらす。このようにして、例えば、
画像キャプチャコンポーネント１０４に衝突する光子の位置および／または数は、光子１
５２の衝突を受けた画像キャプチャコンポーネント１０４の領域から、電気信号の数（例
えば、または電力）によって示される。一実施態様では、その結果の電気信号は、バイオ
メトリックオブジェクトの接触領域の表示（例えば、画像）を示すデータを含む。
【００３１】
　一実施形態では、画像キャプチャコンポーネント１０４は、薄膜センサ（例えば、感光
性薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、薄膜フォトダイオード）または相補型金属酸化膜半導体
（ＣＭＯＳ）のような、アクティブピクセルセンサ（ＡＰＳ）またはパッシブピクセルセ
ンサ（ＰＰＳ）を含む。別の例として、センサ配列（arrangement）１０４は、電荷結合
素子（ＣＣＤ）、密着型イメージセンサ（ＣＩＳ）、あるいは光子を電気信号に変換する
ことができるいくつかの他の光センサを含む。注目すべきは、図１の図は、単に、バイオ
メトリック撮像装置１００の例示的な実施形態であり、特に限定することを意図するもの
ではない。すなわち、例えば、発光層１０２と画像キャプチャコンポーネント１０４との
間に示されたギャップは、説明のために誇張され、例示的なバイオメトリック撮像装置１
００に存在していても、存在していなくてもよい。
【００３２】
　例示的な例として、図３Ａは、例えば、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以
上の部分の例示的な実施形態を示す構成図である。図３Ａの例示的な実施形態では、発光
層１０２は、画像キャプチャコンポーネント１０４上に配置されている。この画像キャプ
チャコンポーネント１０４は、入射光子３５２を電子信号に変換するために使用される。
一実施態様では、画像キャプチャコンポーネント１０４は、薄膜センサアレイを含む。例
えば、薄膜センサアレイは、発光層１０２によって放出された光子３５２を検出するため
に使用される。ここで、一例として、画像キャプチャコンポーネント１０４は、発光層１
０２によって産生された（例えば、発光層１０２の表面と接触するバイオメトリックオブ
ジェクトから産生される）光子３５２を検出することができ、光子３５２を電気信号に変
換することができる。
【００３３】
　この例示的な実施形態では、感光性材料３０２（例えば、ＳｉＨ、アモルファスシリコ
ンは、ゲルマニウム系材料、インジウムガリウム系材料、鉛系材料のような半導体材料を
含む）は、光センシングユニット３０８の第１のドレイン電極３０６と第１のソース電極
３０４との間に形成される。電荷が第１のゲート電極３１０に付与されると、感光層３０
２は、光に応答することができる。例えば、感光層３０２は、光の光子が入射するとき、
導電層になる。一例として、光が所定の閾値光量を超えて感光層３０２に入射すると、第
１のソース電極３０４および第１のドレイン電極３０６は、電気的に接続されるようにな
る。したがって、この例では、発光層１０２から発生した光（例えば、指紋パターンを含
む）は、感光層３０２によって受信される。それは、第１のソース電極３０４から第１の
ドレイン電極３０６に通過する電気信号を生じさせる（例えば、受信した光を示す電子信
号を提供する）。
【００３４】
　また、一実施態様において、画像キャプチャコンポーネント１０４のスイッチング部３
１２は、第２のソース電極３１４と、第２のドレイン電極３１６と、固有の半導体層３１
８とを含む。一例として、負電荷が第２のゲート電極３２０に付与されると、固有の半導
体層３１８は、導電性になり、それによって、光センシングユニット３０８で生産された
電気信号が第２のソース電極から第２のドレイン電極に（例えば、およびデジタル画像に
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変換するための電気信号読み出しコンポーネントに）通過することができる。このように
、例えば、スイッチング部３１２は、特別な量の光を示す電気信号が（例えば、処理目的
、信号位置目的のためおよび／または近隣の光センシングユニットと干渉する信号を緩和
するために）電気信号読み出しコンポーネントに送られるとき、制御のために使用される
。
【００３５】
　さらに、一実施形態として、遮蔽層３２２がスイッチング部３１２の上部にある。一例
として、光は固有の半導体層３１８の電気伝導度に影響するから、遮蔽層３２２は、固有
の半導体層３１８への光の侵入を軽減する。画像キャプチャコンポーネント１０４は、任
意の適切な材料の基板３５４を含む。その上に、画像キャプチャコンポーネント１０４の
層が形成されている。一例として、バイオメトリックオブジェクト３５０（例えば、指な
ど）が発光層１０２の接触面（例えば、上面、上部被膜、保護層）に接触すると、電荷（
例えば、および／または押圧力）は、発光層１０２に入る。この例において、発光層１０
２は、感光層３０２に入射する光子３５２を放出する。それにより、電気信号（例えば、
受信された光子の数の表示および／または受信された光子の位置）が第１のソース電極３
０４から第２のドレイン電極３１６に通過することができる。
【００３６】
　一態様において、例示的なバイオメトリック撮像装置１００は、バイオメトリックオブ
ジェクトレリーフ模様を生成するために使用される。一例として、例示的なバイオメトリ
ック撮像装置１００は、例えば、セキュリティ目的、ユーザ認証、バイオメトリックデー
タロギング、バイオメトリックデータ比較や検索などのために、発光層１０２の表面上に
配置された１つ以上のユーザの指の指紋（例えば、または他のバイオメトリックオブジェ
クト）を捕捉するために使用される。一実施形態において、この態様では、適切なバイオ
メトリックオブジェクトレリーフ模様（例えば、指紋）を生成するために、バイオメトリ
ックオブジェクトの細かい細部の大きな解像度（definition）を必要とする（例えば、タ
ッチ位置検出用より大きい）。この実施形態では、補足電荷は、発光層１０２によって生
産される光子の数を増加させるために使用される。例えば、光子の増加は、結果の画像に
おける細かい細部のためにコントラストの改善と、細部の解像度の改善とを提供する。
【００３７】
　例示的な実施例として、図２Ｂは、ここで記載された１つ以上のシステムの１つ以上の
部分の例示的な実施形態を示す構成図である。図２Ｂの例示的な実施形態では、発光層１
０２は、電極系（例えば、単一電極）エレクトロルミネセンスコンポーネントを含む。さ
らに、この実施形態では、発光層１０２は、電力供給２１８（例えば、ＡＣ電源のような
電源）を含む。電力供給２１８は、バイオメトリックオブジェクト２５０と発光層１０２
との間の電気接続を提供する。また、一実施態様では、発光層１０２は、透明電極層２１
６（例えば、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）材料を含む）（例えば、または別の光学的
に透明な導電体）、エレクトロルミネッセンス層２１４、および／または誘電体層２１２
（例えば、電位または電界が発光層１０２にわたって構築できる導電性／絶縁層）を含む
。この実施形態では、例えば、例示的なバイオメトリック撮像装置１００が起動すると（
例えば、デバイスの表面上に指を配置することによって）、発光層１０２によって産生さ
れる光子２５２は、画像キャプチャコンポーネント１０４に向かって向けられるように、
第１の方向に放出される。
【００３８】
　図２Ｂでは、発光素子１０２は、例えば、エレクトロルミネセンス材料２５８とバイン
ダー材料とで構成されるエレクトロルミネセンス層２１４を含む。一実施形態では、エレ
クトロルミネセンス材料２５８は、例えば、電界２６２を受けた時、「活性化」粒子２５
６を含む。また、この実施形態では、例えば、「活性化」粒子２５６は、光子２５２を放
出する。それによって、電流２６２をかけた時、光を産生する。また、例示的な実施形態
において、誘電体層２１２は、エレクトロルミネセンス層２１４と接触し、エレクトロル
ミネセンス層２１４の上部にある。そして、透明電極２１６（例えば、受信電極）は、エ
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レクトロルミネセンス層２１４と接触し、エレクトロルミネセンス層２１４の底部の下に
ある。さらに、電源２１８（例えば、交流（ＡＣ）電源）は、透明電極２１６との電気的
接続における電極接続部２２２と、誘電体層２１２の接触面（例えば、上面）に実質的に
隣接して存在するコンタクト電極２２０（例えば、バイオメトリックオブジェクトコンタ
クト電極）と、電気的に結合されている。
【００３９】
　１つの実施形態では、バイオメトリックオブジェクト２５０は、誘電体層２１２の接触
表面とコンタクト電極２２０との両方に接触する。この実施形態において、例えば、オブ
ジェクトが誘電体層２１２とコンタクト電極２２０との両方と接触すると、電気回路は、
コンタクト電極２２０と透明電極２１６との間に作成される。それによって、電位差（vo
ltage potential）２６２が２つの電極間を流れることができる。さらに、この実施形態
では、誘電材料層２１２の接触面と接触するバイオメトリックオブジェクト２５０の部分
（例えば、身体部分のレリーフ隆起部）は、コンタクト電極２２０と透明電極２１６との
間の電位差を可能にする。加えて、電場２６２は、単にタッチの場所でエレクトロルミネ
センス粒子２５６を「活性化する」ことができる。「活性化」されると、活性化粒子２５
６は、バイオメトリックオブジェクト２５０の一部（例えば、指紋隆線）の接触の場所で
単に光子２５２を放出する。このように、例えば、バイオメトリックオブジェクト２５０
がコンタクト電極２２０と誘電体層２１２の接触面との両方と接触すると、バイオメトリ
ックオブジェクト２５０（例えば、指）の明るくされたレリーフ模様（例えば、指紋）を
製造する。
【００４０】
　別の例示的な例として、図３Ｂは、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の
部分の例示的な実施形態を示す構成図である。この例示的な実施形態において、発光層１
０２は、例示的な画像キャプチャコンポーネント１０４と結合される。これは、例示的な
基板層３５４上に配置される。また、例示的なデバイス１００の一部の実施形態において
、発光層１０２は、電源３３４に電気的に結合されている。その電源３３４は、接地電極
３３２と電気的に結合されている。この実施形態では、一例として、バイオメトリックオ
ブジェクト（例えば、指など）が接地電極３３２および発光層１０２（例えば、図２Ｂの
誘電体層２１２）と接すると、電流が電源３３４から接地電極３３２に流れ、バイオメト
リックオブジェクト３５０を介して発光層１０２に流れる。発光層１０２によって（例え
ば、図２Ｂのエレクトロルミネセンス層２１４によって）放出された結果の光子３５２は
、画像キャプチャコンポーネント１０４の感光層３０２上に衝突する。それにより、バイ
オメトリックオブジェクト３５０のレリーフ模様を示す１つ以上の電気信号の出力につな
がる。
【００４１】
　図４は、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の部分の例示的な実施形態を
示す構成図である。この実施形態において、モバイルデバイス４００（スマートフォンま
たはいくつかの他の携帯データ機器）は、「カバーガラス」４０２を含む。「カバーガラ
ス」は、光学的に透明なカバーを示すための一般的な用語として単に使用される。そのよ
うなカバーは、携帯機器、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、モニタ、およ
びその他のコンピュータ画面上に見つけられる。カバーガラス４０２は、「カバーガラス
」のコンポーネントを実際のガラスを含むコンポーネントに限定するものではない。すな
わち、「カバーガラス」は、様々なコンポーネントの１つ以上の層を含む。そのようなコ
ンポーネントは、特に限定されないが、ガラス、ポリマー、ポリエステル、フィルム、電
極層、遮蔽、セラミックス、コーティング、偏光層等を含む。ここで記載されるこの実施
形態、および他の形態において、用語「カバーガラス」は、これらのコンポーネントのい
ずれかまたは全ての単独または組み合わせを指し、実際のガラスを含まなくてもよい。
【００４２】
　一実装形態では、図４に示されるように、カバーガラス４０２の上部層は保護コーティ
ング４０４を含む。保護コーティングは、例えば、汚れ、液体、紫外光、傷、および衝突
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から、カバーガラスの表面を保護するように構成されている。さらに、いくつかの実装形
態では、カバーガラス４０２は、接着層４０６を含む。この接着層４０６は、カバーガラ
ス４０２の上面に保護コーティングを接着するように構成されている。この実施形態にお
いて、カバーガラス４０２は、第１の導電性フィルム４０８を含む。一例として、第１の
導電性フィルム４０８は、無機または有機材料から形成された光学的に透明な電極タイプ
の材料を含む。一例として、無機材料（例えば、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、フッ
素ドープスズ酸化物（ＦＴＯ）および／またはドープされた酸化亜鉛）は、第１の導電性
フィルム４０８を作成するために使用される。代わりに、光学的に透明な電極タイプの材
料は、有機材料（例えば、グラフェン、カーボンナノチューブ、および／またはポリマー
）を含んでもよい。これは、第１の導電性フィルム４０８を作成するために使用される。
【００４３】
　図４に示すように、カバーガラス４０２は、例えば、様々な材料（例えば、アルミノケ
イ酸塩および他の材料）で作られた、処理ガラスおよび／または強化ガラス（例えば、ア
ルカリ塩で処理された、焼戻されたなど）を含むガラス層４１０（例えば、またはポリマ
ー層またはポリエステル層）を含む。さらに、いくつかの実施形態では、カバーガラス４
０２は、第１の導電性フィルム４０８に類似する第２の導電性フィルム４１２を含む。一
例として、ガラス層４１０を挟む２つの導電性フィルム４０８、４１２は、カバーガラス
が静電容量タッチスクリーンであることを可能にする。ユーザは、画面上のイベントと接
触する（interact）ためおよび／またはデータを入力するために、カバーガラスを単にタ
ッチする。
【００４４】
　図４の例示的な実施形態では、カバーガラス４０２は、例えば、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）を含む表示スクリーン４５０上に配置されている。表示スクリーン４５０は、デバ
イス４００用のユーザインタフェース（ＵＩ）の視覚的出力を提供する。それは、例えば
、画面上のボタン、入力ウィジェット、およびユーザに表示されるビジュアルコンテンツ
を含む。この実施形態において、カバーガラス４０２は、表示スクリーン４５０用のタッ
チ対応スクリーン保護カバーを備える。そのカバーは、デバイス４００用の主要な入力ツ
ールを提供しながら、液体、汚れ、物理的な損傷から表示スクリーン４５０を保護する。
【００４５】
　図５は、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の部分の例示的な実施形態の
構成図である。一例として、エレクトロルミネセンスフィルムコンポーネント５００は、
１つ以上の層を含み、コンポーネント５００の表面のバイオメトリックオブジェクトのタ
ッチの位置で、光子を生成するために使用される。図５の例示的な実施形態では、エレク
トロルミネセンスフィルムコンポーネント５００は、透明な絶縁性基板層５０２を含む。
一例として、基板層５０２は、任意の適切な材料（例えば、ガラス、ポリマー、ポリエス
テル等）を含む。その適切な材料は、他の層（光学的に透明な材料を含む）が形成される
基板として構成されている。その基板は、光学的に透明な材料を含んでいる。
【００４６】
　また、エレクトロルミネセンスフィルムコンポーネント５００は、任意の適切な透明導
電性フィルムを含む下部電極５０４を含む（例えば、図４の４０８、４１２）。加えて、
補強層５０６は、下部電極層５０４の上部に配置されている。一例として、補強層は、任
意の適切な材料で構成されている。その材料は、発光層５０８と下部電極５０４との間の
いくつかの剛性と補強を提供するように構成されている。発光層５０８は（例えば、図１
～３の１０２）は、上記のように、電荷を、電界の位置および強度を示す光子に変換する
ように構成されている。すなわち、例えば、ユーザの指は、発光層５０８に電荷を提供す
る。それは、層５０８の発光粒子を活性化粒子に変換することができる。それにより、電
荷に応答して、１つ以上の光子を放出する。
【００４７】
　図５に示すように、例として、エレクトロルミネセンスコンポーネント５００は、発光
層５０８の上部に配置されたシールド層５１０を含む。シールド層５１０は、任意の適切
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な材料で構成されている。その材料は、例えば、遮光能力を提供することによって、発光
層の上面から光子の放出を軽減するように構成されている。そして、シールド層５１０は
、発光層５０８上に適切に配置され、常駐する。このように、例えば、発光層５０８によ
って放出される光子は、エレクトロルミネセンスコンポーネント５００の底部に向かって
（例えば、画像センサに向かって）単に導かれる。誘電体層５１２は、上記のように、シ
ールド層５１０の上部に配置され、適切なときに電流を通過させ、絶縁性を提供するよう
に構成されている（例えば、図２Ｂの２１２）。また、保護層５１４は、誘電体層５１２
の上部に配置されている。保護層は、エレクトロルミネセンスコンポーネント５００の表
面に対して物理的ダメージを軽減し、液体から保護するように構成されている。
【００４８】
　例示的な例として、例示的なエレクトロルミネセントコンポーネント５００は、１つ以
上の例示的な層５０２－５１４で構成された接触発光デバイスを含む。この例において、
電界が、撮像されるべきオブジェクト（バイオメトリックオブジェクト（例えば、１本以
上の指または手））と下部電極層５０４との間に形成されると、発光層５０８は、バイオ
メトリックオブジェクトの少なくとも一部の画像を示す光子を放出する。
【００４９】
　図６は、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の部分の例示的な実施形態を
示す構成図である。図６では、例示的な発光層６０２（例えば、図１、２Ａ、２Ｂの１０
２、または図５の層５０８－５１２）は、カバーガラス（例えば、図４の４０２）の第１
の導電性フィルム層６０６（例えば、図４の４０８）上に配置される。また、この例示的
な例において、第１の導電性フィルム層６０６は、タッチ対応デバイスの出力画面（例え
ば、図４の４００）に使用されるカバーガラスの基板層６０８（例えば、図４の４１０）
の上部に配置される。さらに、保護コーティング層６０４（例えば、図４の４０４）は、
第１の導電性フィルム層６０６の一部と発光層６０２上に配置されている。一実施形態で
は、層６０２－６０８の組合せ６１０は、例示的な、タッチ対応デバイスのスクリーン用
のカバーガラスの少なくとも一部を含む。
【００５０】
　例示的な例として、図７Ａは、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の部分
の例示的な実施形態を示す構成図である。この実施形態では、発光層６０２は、タッチ対
応デバイスのカバーガラス７１０の一部上に配置される。また、保護層６０４は、発光層
６０２およびカバーガラス層７１０上に配置される。このように、例えば、発光層６０２
は、カバーガラス７１０の所望の部分に効果的に配置されており、カバーガラス７１０の
全体は、保護層６０４によって覆われている。したがって、例えば、発光層６０２が配置
されているカバーガラス７１０の部分にバイオメトリックオブジェクトが接触すると、バ
イオメトリックオブジェクトの画像を表す光が、発光層６０２からカバーガラス７１０に
向けて方向付けられる。
【００５１】
　一実施形態において、撮像コンポーネント（image sensing component）７０４は、カ
バーガラス７１０の下の発光層６０２の位置に配置されている。その結果、例えば、発光
層から放出された光は、撮像コンポーネント７０４に衝突する。例えば、撮像コンポーネ
ントは、上述したように、任意の適切なコンポーネント（例えば、図１、図３Ａ及び図３
Ｂの１０４）を含む。一実施形態では、撮像コンポーネント７０４は、光学部品７０２（
例えば、レンズ）を利用する。その部品は、例えば、発光層６０２から所望の構成に放出
された光子を集束するように構成されている。一例として、放出された光が、撮像コンポ
ーネント７０４の表面に衝突する前に、適切な配置に収束すると、撮像コンポーネント７
０４は、より望ましい結果（例えば、フォーカス、粒状度、コントラスト等の改良された
画質）を提供する。
【００５２】
　別の例示的な例として、図７Ｂは、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の
部分の例示的な実施形態を示す構成図である。この実施形態では、発光層６０２は、撮像
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コンポーネント層７２０（例えば、図１、図３Ａ及び図３Ｂの画像キャプチャコンポーネ
ント１０４）の上に配置される。一実施態様では、発光層は、薄膜トランジスタ（例えば
、図３Ａおよび３Ｂ）、または類似の薄膜画像センサ上に配置される。そして、発光層６
０２と薄膜画像センサ７２０との組合せは、タッチ対応デバイスのカバーガラス７１０の
一部上に配置される。さらに、この実施態様では、薄膜画像センサ７２０は、タッチ対応
デバイスに接続され、またはタッチ対応デバイスにある処理コンポーネント（例えば、コ
ンピュータプロセッサ）に（例えば、データ通信接続７２２を使用して）通信接続される
。このように、例えば、バイオメトリックオブジェクトの画像の代表的データは、所望の
処理（例えば、比較、記録、保存など）用のデータプロセッサおよび／または画像プロセ
ッサに送信される。
【００５３】
　図７Ｂの実施形態において、保護層６０４は、発光層６０２およびカバーガラス層７１
０の上部に形成されている。これにより、例えば、発光層６０２と薄膜画像センサ７２０
との組み合わせは、カバーガラス７１０の所望の部分に効果的に配置される。そして、カ
バーガラス７１０の全体は、保護層６０４によって覆われる。したがって、例えば、発光
層６０２および薄膜画像センサ７２０の組合せが配置されているカバーガラス７１０の部
分がバイオメトリックオブジェクトによって接触されると、バイオメトリックオブジェク
トの画像を示す光は、発光層６０２から薄膜画像センサ７２０に向けられる。光は、バイ
オメトリックオブジェクトの少なくとも一部の画像を表すデータを示す電気信号に変換さ
れる。
【００５４】
　例示的な例として、図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、８Ｄは、ここに記載された１つ以上のシステ
ムの１つ以上の部分の例示的な実施形態を示す構成図である。図６および図７を続けて参
照すると、図８Ａ～８Ｄは、ユーザ入力を受信するためのタッチ対応表面を利用するデバ
イス８００、８１０、８２０、８３０の例示的な実施形態を示す。たとえば、スマートデ
バイス、タブレット、モニタ、ノートパソコンや他のディスプレイは、カバーガラスと、
ユーザが画面をタッチすることで、デバイスと相互作用することができるその他のシステ
ムとを利用する。これらの実施形態では、それぞれのデバイス８００、８１０、８２０、
８３０は、一種のホームボタン８０２、８１２、８２２、８３２（例えば、または領域）
を含む。
【００５５】
　例えば、スマートデバイスやタブレットは、典型的には、デバイスをアクティブにし、
それをホーム状態に置き、または他のアクションを実行するホームボタンを備える。一実
施形態では、発光層６０２（例えば、または発光層６０２と薄膜画像センサ７２０との組
み合わせ）は、ホームボタンまたは領域８０２、８１２、８２２、８３２の位置で、保護
層６０４の下で、カバーガラス７１０の上に配置されている（例えば、保護層とカバーガ
ラスとの間に挟まれている）。さらに、一実施態様では、撮像コンポーネント７０４は、
例えば、ホームボタンまたは領域８０２、８１２、８２２、８３２の下に配置され、バイ
オメトリックオブジェクトが接触したとき、発光層６０２によって放出された光を受け取
るように構成されている。
【００５６】
　一実施形態では、撮像コンポーネント７０４によって生成されたデータ、または薄膜画
像センサ７２０（例えば、画像センサ上の光子の衝突によって生成される電気信号の形の
データ）は、ホームボタンまたは領域８０２、８１２、８２２、８３２の位置で、デバイ
ス表面に接触したオブジェクトの画像を生成するために使用される。例えば、タッチオブ
ジェクトは、バイオメトリックオブジェクト（例えば、指紋）を含み、バイオメトリック
画像は、ユーザの識別関連のため（例えば、セキュリティなどのため）に使用される。別
の実施形態では、撮像コンポーネント７０４によって生成されたデータ、または薄膜画像
センサ７２０は、入力イベントとして使用される。例えば、ホームボタンまたは領域８０
２、８１２、８２２、８３２の位置で表面デバイスに触れると、生成されたデータは、ユ
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ーザがタッチ位置（例えば、ホームボタン）に関連付けられた機能を選択した（例えば、
操作した）ということを示す。すなわち、例えば、機械的なボタンの代わりに、タッチに
よって生成されたデータは、ホームボタンの押圧または選択を示すことができる。別の実
施形態では、画像センサによって生成されたバイオメトリック画像データは、ユーザの（
例えば、ローカルおよび／またはリモートで）保存されたバイオメトリックデータと比較
される。そして、閾値基準がその比較によって満たされている場合、タッチ位置に関連付
けられている機能を開始する。そうでなければ何もアクションを開始することができない
。
【００５７】
　図９Ａ、９Ｂ及び９Ｃは、ここに記載された１つ以上のシステムの１つ以上の部分が実
行される例示的な環境を示す構成図である。図６～８を続けて参照すると、一実施形態に
おいて、図９Ａに示すように、例示的なデバイスは、ラップトップコンピュータのような
ポータブルコンピュータデバイス９００を含む。この例では、発光層６０２と、カバーガ
ラス７１０と、撮像コンポーネント７０４との組合せ（結合体）は、モニタ９０２の入力
動作９１０に使用される位置に配置されている。別の実施形態において、図９Ｂに示すよ
うに、例示的なデバイスは、スマートデバイス、タブレット、携帯電話、スマートディス
プレイ、ポータブルコンソール等の別のポータブルコンピュータデバイス９０８を含む。
この例では、発光層６０２と、カバーガラス７１０と、撮像コンポーネント７０４との組
合せは、表示画面９１２の、入力動作９１３に使用される位置に配置されている。別の実
施形態では、図９Ｃに示されるように、例示的なデバイスは、スマートデバイス、タブレ
ット、携帯電話、スマートディスプレイ、ポータブルコンソール等の別のポータブルコン
ピュータデバイス９２０を含む。この例では、発光層６０２と、カバーガラス７１０と、
撮像コンポーネント７０４との組合せは、表示画面９２２の、入力動作９１６、９１４に
使用される位置に配置されている。
【００５８】
　このように、例えば、デバイス８００、８１０、８２０、８３０のユーザがホームボタ
ン領域８０２、８１２、８２２、８３２を（例えば、指で）タッチすると、電界が発光層
６０２に存在することができる。この電界は、カバーガラス７１０（例えば、および光学
部品７０２）を介して、撮像コンポーネント７０４に向けて放出される、タッチ（例えば
、指紋）を表す光子をもたらす。また、この例では、撮像コンポーネント７０４は、上述
したように、受信した光子をタッチのイメージを示す電気信号に変換するように構成され
ている。加えて、電気信号は、ホームボタン領域８０２、８１２、８２２、８３２の表面
と接触するオブジェクトの画像の代表データを含む。
【００５９】
　図８Ａ～８Ｄと、図９Ａ～９Ｃを参照すると、一実施形態では、発光層６０２と撮像コ
ンポーネント７０４（例えば、または発光層６０２と薄膜画像センサ７２０との組合せ）
は、デバイスのタッチ対応スクリーン機能が、例えば、表示領域の外側で、アクティブで
ない場所で（例えば、デバイスカバーの外周、上部または下部の位置（例えば、図８Ａ～
８Ｃの８０２、８１２、８２２））、デバイス中／上に位置される。別の実施形態では、
発光層６０２と撮像コンポーネント７０４（例えば、または発光層６０２と薄膜画像セン
サ７２０との組合せ）は、タッチ対応画面領域の境界内（例えば、表示画面領域（例えば
、図９Ａ～９Ｃの９０８、９１３、９１６）内）の位置で、デバイス中／上に位置される
。ここに記載されたシステムの場所／位置は、デバイス中／上の任意の特定の場所に限定
されず、当業者は、例えば、デバイスの背部または側部の別の場所にしてもよいことを理
解する。
【００６０】
　一実施形態では、タッチオブジェクト（例えば、指紋）の画像と、タッチオブジェクト
を表すデータは、デバイス上にローカルに保存されても、および／またはリモート（例え
ば、クラウド系）サーバー上にリモートに保存されてもよい。また、保存されたデータは
、例えば、単に許可されたユーザによって、デバイスサービスの部分またはデバイスにア
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クセスできるように、セキュリティおよび／または識別目的のために使用される。加えて
、画像データは、例えば、セキュリティ担当者によって使用さる個人を特定するために、
および／またはデータベースに個人を登録するために用いられる。
【００６１】
　一態様では、バイオメトリックセンサシステムを製造するための方法が提供される。そ
のようなシステムは、タッチ対応コンピュータデバイスおよび／または情報家電（例えば
、コンピュータ、ラップトップコンピュータ、スマートデバイス、携帯電話、タブレット
デバイス、またはタッチ感知表面と相互作用および／またはタッチ感知表面をタッチする
ことによって、入力受信することができるいくつかの他の情報機器）に統合されたバイオ
メトリック撮像装置を提供する。一例として、この方法は、図１～９に、上述されたよう
なシステムを構築するために考案される。
【００６２】
　図１０は、バイオメトリックセンサシステムを製造するための例示的な方法１０００を
示すフロー図である。例示的な方法１０００は、１００２において開始する。１００４に
おいて、エレクトロルミネセンス層は、所望の位置で、デバイスカバーガラスまたはカバ
ー材料の上面上に形成（deposit）される。一例として、エレクトロルミネセンス層の形
成は、１つ以上のスクリーン印刷技術（例えば、プリント回路基板（ＰＣＢ）スクリーン
印刷）、化学気相堆積（ＣＶＤ）、化学溶剤堆積技術、原子層堆積（ＡＬＤ）、スパッタ
リング、または任意の適切な薄膜堆積技術を使用して実行される。さらに、一実施態様で
は、エレクトロルミネセンス層は、所望の位置（例えば、ホームボタン領域）またはバイ
オメトリックの感知がターゲットデバイス用に求められた領域、または、カバーガラスの
全体部分にわたって単に形成される。
【００６３】
　例示的な方法１０００の１００６で、保護層は、エレクトロルミネセンス層の上面に形
成される。さらに、保護層は、エレクトロルミネセンス層によって覆われていないデバイ
スのカバーガラスの残りの部分上に形成される。本明細書に記載のように、保護層は、（
例えば、物理的、化学的、光学的および液体の侵入および／または損傷から保護する）カ
バースクリーンとエレクトロルミネセンス層の上面を保護するように構成された任意の適
切な材料を含む。
【００６４】
　１００８で、撮像コンポーネントは、例えば、カバーガラスがデバイスに取り付けられ
ている時、エレクトロルミネセンス層が位置される場所で、ターゲットデバイス（例えば
、タッチ対応デバイス）に取り付けられる。例えば、撮像コンポーネントは、エレクトロ
ルミネセンス層が取り付けられている位置の下で、デバイスのカバー内に取り付けられる
。その結果、エレクトロルミネセンス層よって放出された光は、撮像コンポーネントに向
かって方向付けられる。加えて、一実施態様では、光学部品（例えば、光学レンズ）は、
例えば、画像センサとエレクトロルミネセンスコンポーネントの位置との間の撮像コンポ
ーネントと共同配置され、取り付けられる。
【００６５】
　例示的な方法１０００の１０１０で、エレクトロルミネセンス層と、保護カバー層とを
含むカバーガラスは、デバイスに取り付けられる。一例として、カバーガラスは、エレク
トロルミネセンス層によって放出された光が撮像コンポーネント（例えば、または光学レ
ンズ）の表面に衝突するように、撮像コンポーネントとエレクトロルミネセント層を適切
に位置合わせする態様で取り付けられる。ターゲットデバイス上にガラスカバーを取り付
けると、例示的な方法１０００は、１０１２で終了する。
【００６６】
　バイオメトリックセンサを製造する方法の別の実施形態において、エレクトロルミネセ
ンス層（例えば、または圧電発光層）は、薄膜画像センサ（例えば、図３Ａおよび３Ｂの
ＴＦＴ１０４）上に形成されている。例えば、デバイスカバー（例えば、図１０の１００
４にあるように）上にエレクトロルミネセンス層を直接形成させる代わりに、エレクトロ
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ルミネセンス層は、薄膜画像センサ上に形成される。また、エレクトロルミネセンス層と
薄膜センサとの組合せは、デバイスカバーの表面上に形成される（例えば、図１０の１０
０４にあるように）。
【００６７】
　この実施形態では、保護層は、デバイスカバー（例えば、カバーガラス）の上部表面と
エレクトロルミネセンス層の上部に形成される（例えば、図１０の１００６のように）。
また、薄膜画像センサは、タッチ対応デバイスに関連付けられているプロセッサ（例えば
、データバスのような通信回線、または無線通信を介して）と通信接続される。加えて、
一実施形態において、薄膜画像センサは、バイオメトリックオブジェクトの少なくとも一
部の画像を示すデータをキャプチャするために使用されるから、画像キャプチャコンポー
ネントは、図１０の１００８のように、エレクトロルミネセンスの場所でデバイスに取り
付けられていない。この実施形態において、エレクトロルミネセンス層と薄膜画像センサ
との組合せを含むデバイスカバーと、保護層とは、ターゲットのタッチ対応デバイスに取
り付けられている（例えば、図１０は１０１０のように）。
【００６８】
　図１１は、バイオメトリックセンサシステムを使用する例示的な方法１１００を示すフ
ロー図である。例示的な方法１１００は、１１０２で開始する。１１０４において、タッ
チ対応デバイスのユーザは、エレクトロルミネセンス層の位置のデバイスの表面と接触す
る（例えば、図８Ａ～８Ｄの８０２、８１２、８２２、８３２、図９Ａ～９Ｃの９１０、
９１３、９１４、９１６）。一例として、ユーザは、１本の指、２本以上の指、または手
を使用して表面と接触する。１１０６において、エレクトロルミネセンス層は、画像キャ
プチャコンポーネントに向けて光子を放出する。例えば、上述したように、エレクトロル
ミネセンス層は、タッチオブジェクトによって提供された電荷（例えば、または圧力）を
、タッチオブジェクトを表す光子に変換する。
【００６９】
　また、一実施形態のように、画像キャプチャコンポーネントは、例えば、ＡＰＳ、ＴＦ
Ｔ、ＣＭＯＳ、ＣＣＤ、ＣＩＳ、または光子を電気信号に変換することができるいくつか
の他の光センサとして、デバイスのカバーガラスの下で、デバイス内に配置されている。
別の実施形態では、画像キャプチャコンポーネントは、薄膜センサ（例えば、ＴＦＴ等）
として、エレクトロルミネセント層の下に配置され、カバーガラス上に配置することがで
きる。
【００７０】
　例示的な方法１１００の１１０８において、画像キャプチャコンポーネントは、バイオ
メトリックオブジェクトを表す光子を受け取る。すなわち、例えば、エレクトロルミネッ
センス層よって放出される光子は、画像センサコンポーネントの感光部に衝突する。光子
は、エレクトロルミネセンス層の位置でデバイスカバーと接触したオブジェクトの画像を
示す。１１１０では、画像キャプチャコンポーネントは、上記のように、光子を電気信号
に変換することができる。１１１２では、電気信号は、バイオメトリックオブジェクトの
少なくとも一部を表す画像を示すデータに変換される。すなわち、例えば、電気信号は、
撮像コンポーネントに衝突した光子の数および位置を示すことができる。この例では、電
気信号によって示される光子の数および位置は、表面と接触したオブジェクト（例えば、
指紋または手形）の画像を表す画像データに変換される。
【００７１】
　電気信号をバイオメトリックオブジェクトの画像を示すデータに変換すると、例示的な
方法１１００は１１１４で終了する。
【００７２】
　別の実施形態において、ここに記載された１または複数のシステムおよび技術は、コン
ピュータ系システムによって実行される。例示的なコンピュータ系システム環境は、図１
２に示される。図１２の以下の説明は、コンピュータ環境の簡潔で一般的な説明を提供す
る。そこにおいて、ここに記載された１または複数の方法および／またはシステムの１つ
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または複数の実施形態が実行される。図１２の動作環境は、適切な動作環境の単なる一例
であり、動作環境の使用または機能の範囲に関する限定を示唆するものではない。例示的
なコンピュータデバイスとしては、特に限定されないが、パーソナルコンピュータ、サー
バコンピュータ、ハンドヘルドまたはラップトップデバイス、モバイルデバイス（携帯電
話、モバイルコンソール、タブレット、メディアプレイヤーなど）、マルチプロセッサシ
ステム、家電、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上記システムまたはデ
バイスのいずれかを含む分散コンピュータ環境などが挙げられる。
【００７３】
　必要ではないが、実施形態は、１または複数のコンピュータデバイスによって実行され
る「コンピュータ可読命令」の一般的なコンテキストで説明されている。コンピュータ可
読命令は、コンピュータル可読媒体（後述）によって分散される。コンピュータ可読命令
は、特定のタスクを実行するまたは特定の抽象データタイプを実行するプログラムモジュ
ール（例えば、関数、オブジェクト、アプリケーションプログラミングインターフェイス
（ＡＰＩ）、データ構造など）として実行される。典型的には、コンピュータ可読命令の
機能性は、様々な環境で所望されるように、結合または分散される。
【００７４】
　図１２は、ここに提供された１または複数の実施形態を実行するように構成されたコン
ピュータデバイスシステム１２０２を含むシステム１２００の一例を示している。一構成
では、コンピュータデバイス１２０２は、少なくとも一つの処理ユニット１２０６と、メ
モリ１２０８とを含む。コンピュータデバイスの正確な構成とタイプによって、メモリ１
２０８は、揮発性（例えば、ＲＡＭ）、不揮発性（例えば、ＲＯＭ、フラッシュメモリな
ど）またはこの２つの何らかの組合せである。この構成は、破線１２０４で図１２に示さ
れている。
【００７５】
　他の実施形態において、デバイス１２０２は、さらなる特徴および／または機能を備え
得る。例えば、デバイス１２０２は、追加の記憶装置も備え得る（例えば、取り外し可能
および／または取り外し不可能なもの）。その追加の装置は、特に限定されないが、磁気
記憶装置、光学記憶装置などを含む。このような追加の記憶装置を図１２において記憶装
置１２１０として示す。一実施形態において、本明細書に記載の１以上の実施形態を実行
するためのコンピュータ可読命令は、記憶装置１２１０中に設けられ得る。記憶装置１２
１０も、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラムなどを実行するために
他のコンピュータ可読命令を保存し得る。コンピュータ可読命令は、例えば処理（プロセ
ッサ）ユニット１２０６による実行対象としてメモリ１２０８中にロードされ得る。
【００７６】
　本明細書中において用いられる「コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータ
記憶装置媒体を含む。コンピュータ記憶装置媒体を挙げると、揮発性および不揮発性の媒
体、情報（例えば、コンピュータ可読命令または他のデータ）の保存のための任意の方法
または技術において実行される取り外し可能な媒体および取り外し不可能な媒体を含む。
メモリ１２０８および記憶装置１２１０は、コンピュータ記憶装置媒体の例である。コン
ピュータ記憶装置媒体は、特に限定されないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッ
シュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）ま
たは他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置または他の磁
気記憶装置、または所望の情報の保存に用いられ、デバイス１２０２によってアクセスさ
れる他の任意の媒体が挙げられる。このような任意のコンピュータ記憶装置媒体は、デバ
イス１２０２の一部であり得る。
【００７７】
　また、デバイス１２０２は、デバイス１２０２と他の装置との通信を可能にする通信接
続１２１６を含む。通信接続１２１６は、特に限定されないが、モデム、ネットワークイ
ンターフェースカード（ＮＩＣ）、統合ネットワークインターフェース、無線周波数送信
器／受信器、赤外線ポート、ＵＳＢ接続またはコンピュータデバイス１２０２の他のコン
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ピュータ装置への接続のための他のインターフェースが挙げられる。通信接続１２１６は
、有線接続（例えば、データバス）または無線接続（例えば、無線データ通信）を含む。
通信接続１２１６は、通信媒体の送信および／または受信を行い得る。
【００７８】
　「コンピュータ可読媒体」という用語は、通信媒体を含む。通信媒体は典型的には、コ
ンピュータ可読命令または他のデータを「変調データ信号」（例えば、搬送波または他の
搬送機構）で具現化し得、任意の情報送達媒体を含む。「変調データ信号」という用語は
、信号中の情報を符号化するように設定または変更された１つ以上の特性を有する信号を
含み得る。
【００７９】
　デバイス１２０２は、入力装置１２０４を含む（例えば、キーボード、マウス、ペン、
音声入力装置、タッチ入力装置、赤外線カメラ、ビデオ入力装置、および／または他の任
意の入力装置）。出力装置１２１２（例えば、１つ以上のディスプレイ、スピーカ、プリ
ンタおよび／または他の任意の出力装置）をデバイス１２０２内に含んでもよい。入力装
置１２１４および出力装置１２１２は、有線接続、無線接続またはこれらの任意の組み合
わせを介してデバイス１２０２へ接続される。一実施形態において、別のコンピュータ装
置からの入力装置または出力装置は、コンピュータデバイス１２０２のための入力装置１
２１４または出力装置１２１２として用いられる。
【００８０】
　コンピュータデバイス１２０２のコンポーネントは、様々な相互接続（例えば、バス）
によって接続される。このような相互接続を挙げると、周辺部品相互接続（ＰＣＩ）（例
えば、ＰＣＩイクスプレス）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ファイヤーワイヤ
ー（ＩＥＥＥ１３９４）、光学バス構造などがある。別の実施形態において、コンピュー
タデバイス１２０２のコンポーネントは、ネットワークによって相互接続される。例えば
、メモリ１２０８は、ネットワークによって相互接続された異なる物理的な位置に配置さ
れた複数の物理的なメモリユニットで構成される。
【００８１】
　当業者であれば、コンピュータ可読命令の保存に用いられる記憶装置は、ネットワーク
を介して分散され得ることを認識する。例えば、ネットワーク１２１８を介してアクセス
可能なコンピュータデバイス１２２０は、本明細書に記載の１以上の実施形態の実行のた
めのコンピュータ可読命令を保存する。コンピュータデバイス１２０２は、コンピュータ
デバイス１２２０にアクセスし、実行のためにコンピュータ可読命令の一部または全てを
ダウンロードする。あるいは、コンピュータデバイス１２０２は、コンピュータ可読命令
のピースを必要に応じてダウンロードし、あるいは、いくつかの命令をコンピュータデバ
イス１２０２において実行し、いくつかの命令をコンピュータデバイス１２２０で実行し
てもよい。
【００８２】
　本明細書中において用いられる「例示的」という用語は、一例として例示を意味する。
本明細書中において「例示的」として記載される任意の態様または設計は、必ずしも他の
態様または設計よりも有利なものとして解釈されるべきではない。すなわち、「例示的」
という用語が用いられた場合、概念を具体的に示すことが意図されている。本出願中にお
いて用いられる「または」という用語は、排除的な「または」ではなく包含的な「または
」を意図している。すなわち、他に明記無き限りまたは文脈から明らかでない限り、「Ｘ
はＡまたはＢを用いる」という表現は、自然な包含的な置換のいずれかを意味する。すな
わち、ＸがＡを用いるか、ＸがＢを用いるかあるいはＸがＡおよびＢ双方を用いる場合、
上記の場合のいずれかにおいて「ＸがＡまたはＢを用いる」が満たされる。さらに、Ａお
よびＢおよび／またはその他のうち少なくとも１つとは、ＡまたはＢあるいはＡおよびＢ
双方を一般的に意味する。加えて、本出願および添付の特許請求の範囲において用いられ
る「ａ」および「ａｎ」は、他に明記無き限りまたは文脈から単数形を示すものであると
明らかでない限り、「１つ以上」を意味するものとして一般的に解釈され得る。
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【００８３】
　本発明を構造的特徴および／または方法的動作に特有の文言で記載したが、添付の特許
請求の範囲に規定される発明は、上記した特定の特徴または動作に必ずしも限定されない
ことが理解されるべきである。すなわち、上記した特定の特徴または動作は、特許請求の
範囲を実行する例示的形態として開示される。本出願において用いられる「一実施形態（
one implementation）」または「実施形態(an implementation)」の用語は、実施形態で
関連して説明される特定の特徴、構造、または特性が少なくとも一つの実施形態に含まれ
ることを意味する。したがって、本明細書全体を通して様々な場所で「一実施形態では」
または「実施形態では」のフレーズの出現は、必ずしも同じ実施形態に全て言及している
わけではない。さらに、特定の特徴、構造、または、特性は、１つまたは複数の実施形態
において、任意の適切な方法で組み合わされてもよい。もちろん、当業者は、多くの修正
が特許請求の範囲の発明の範囲または精神から逸脱することなく、この構成になされると
認識するだろう。
【００８４】
　また、本開示について１つ以上の実施形態について図示および記載してきたが、当業者
であれば、本明細書および添付図面を参照すれば、均等な変更および改変を想起する。本
開示は、このような改変および変更を全て含み、以下の特許請求の範囲のみによって限定
される。特に、上記のコンポーネント（例えば、要素、リソース等）によって行われる様
々な機能について、このようなコンポーネントの記載に用いられる用語は、本開示の例示
的な実施形態における機能を行う開示の構造に構造的に均等なものでなくても、他に明記
なき限り、記載のコンポーネントの特定の機能（例えば、機能的に均等なもの）を行う任
意のコンポーネントに対応することを意図する。
【００８５】
　加えて、本開示の特定の特徴についていくつかの実施形態のうち１つのみについて開示
してきたが、そのような特徴は、特定の用途または与えられた特定の用途のための所望か
つ有利な他の実施形態の１つ以上の他の特徴と組み合わされ得る。さらに、このような用
語は、詳細な説明または特許請求の範囲において当該用語「含む（includes）」、「有す
る（having）」、「有する（has）」、「有する（with）」またはそのような語が使用さ
れる範囲まで、「包含する（comprising）」と同様に包含的なものとして意図される。
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